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บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


4.
การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภัณฑ์

4.1
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) เพื่อส่งให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยลูกค้าของบริษัทฯได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ผู้รับจ้างผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Subcontractor) และผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Fabless Company)

บริษัทฯสามารถให้บริการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ อย่างครบวงจร โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูง มีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็นมาตรฐานทั่วไปในตลาดและเทคโนโลยีขั้นสูงหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและครบวงจรดังกล่าว รวมถึงความสามารถของบริษัทฯในการวิจัย พัฒนาและร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้า (Joint Innovation) ทำให้บริษัทฯสามารถรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างหลากหลาย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการความละเอียดและความแม่นยำสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าชั้นนำของโลกได้ 

1. การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly : MMA) 


บริษัทฯรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เช่น
· การรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly หรือ PCBA) เพื่อควบคุมการทำงานของฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk Drive Control Board)
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	Hard Disk Drive Control Board สำหรับฮาร์ดดิสก์ 


· การผลิตและประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Touch Pad ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Notebook และชิ้นส่วน Click Wheel Interface ในผลิตภัณฑ์เครื่องฟังเพลง MP3
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	Touch Screen สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา
	Click Wheel Interface สำหรับเครื่องเล่น MP3


· การผลิตและประกอบหน้าจอระบบสัมผัส (Touch Screen) ได้แก่ หน้าจอระบบสัมผัสสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone และเครื่องเล่น MP4 โดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมแผงวงจรขั้นสูงลงบนแผ่นพลาสติกใส (PET) ซึ่งทำให้มีต้นทุนที่ต่ำและมีความยืดหยุ่นกว่าหน้าจอแบบแก้ว โดยยังสามารถนำไปใช้สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อีกมากมาย ในแทบทุกอุตสาหกรรม ได้แก่ เตาไมโครเวฟ
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	Touch Screen สำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่น Smart Phone ต่าง ๆ


· การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนแบบ PCBA โดยใช้เทคโนโลยี PTH, SMT, COB, FOB และ FCOF สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด
· การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโทรศัพท์สำนักงานให้กับ NEC ซึ่งเป็นการผลิตและประกอบในส่วนของ LCD Module ที่มีลักษณะคล้ายกับการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนหน้าจอสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (LCD Module Assembly) 
· การผลิตและประกอบอุปกรณ์สื่อสารระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งเป็นระบบฉลากที่พัฒนาขึ้นจากระบบฉลากแบบแถบบาร์โค้ด โดยจุดเด่นของ RFID คือสามารถอ่านข้อมูลของฉลากได้โดยไม่ต้องมีการสัมผัส มีคุณสมบัติที่ทนต่อความชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก และสามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบฉลากแบบ RFID เช่น บัตรสำหรับผ่านเข้าออก บัตรจอดรถ และ ระบบฉลากของสินค้า เป็นต้น 
· การผลิตและประกอบวงจรในบัตรสมาร์ตการ์ดเป็นบัตรบันทึกข้อมูล โดยสมาร์ตการ์ดจะมีการบรรจุเอาชิปหน่วยความจำไว้ภายในตัวเพื่อจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่หลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในบัตรเอาไว้เมื่อบัตรสมาร์ตการ์ดถูกนำไปใช้งานร่วมกับเครื่องอ่าน ตัวอย่างของบัตรสมาร์ตการ์ด อาทิ เช่น บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม บัตรประจำตัวประชาชน
2. การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit Packaging หรือ IC Packaging) ในปัจจุบัน บริษัทฯให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) ได้หลายชนิด 

· Standard Packaging ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบทั่ว ๆ ที่มีการผลิตกันมานานจนมีขนาดและรูปแบบเป็นมาตรฐานในตลาดโดยจะมีขนาดใหญ่และหนา ได้แก่ SOIC, TSSOP, SCTO, SOT23, SOT143 เป็นต้น และ Advanced Packaging ซึ่งเป็นการประกอบแผงวงจรในรูปแบบที่เพิ่งเริ่มมีการพัฒนาไม่นานโดยจะมีขนาดเล็กและบางมากกว่าชนิด Standard Packaging ได้แก่ TDFN (Thin Dual Flat Non-Lead) UDFN (Ultra-Thin Dual Flat Non-Lead) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การให้บริการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) มีอาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ IC Chip ต่างๆ
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	IC Packaging


· นอกจากนี้ บริษัทฯยังเป็นหนึ่งในผู้นำในการประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวมแบบระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค (Micro-Electro-Mechanic Systems หรือ MEMS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตมากในปัจจุบัน โดยบริษัทฯมีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยี MEMS สำหรับนำไปใช้กับเครื่องวัดแรงดันลมยางรถยนต์ (Tire Pressure Monitoring System หรือ TPMS) กับบริษัทชั้นนำของโลก ซึ่งได้เป็นข้อกำหนดทางกฏหมายของบางประเทศในการกำหนดให้รถยนต์ใหม่ทุกคันต้องมีอุปกรณ์ TPMS ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มบังคับทางกฏหมายในปี 2552 และกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งจะบังคับทางกฏหมายประมาณปี 2555 บริษัทฯยังนำเทคโนโลยีการผลิตนี้ไปใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ไมโครโฟนในโทรศัพท์มือถือ เครื่องวัดความดันในอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป
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	MEMS สำหรับเครื่องวัดแรงดันลมยางรถยนต์ 
(Tire Pressure Monitoring System)
	MEMS สำหรับเครื่องวัดความดันในอุปกรณ์อื่น ๆ


สิทธิและประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในการประกอบธุรกิจต่างๆของบริษัทฯจำนวน 2 ฉบับ โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่กำหนดไว้ บริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
	- วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม
	วันที่ 29 กันยายน 2547

	- บัตรส่งเสริมการลงทุน
	เลขที่ 2057(4)/2547 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2547 

	- ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
	เลขที่ อก 0906/005845 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2548
เลขที่ อก 0906/015080 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549
เลขที่ อก 0906/015444 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2550
เลขที่ อก 0906/016064 ลงวันที่ 4 กรกฏาคม 2550
เลขที่ อก 0906/020700 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550
เลขที่ อก 0907/030677 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552

	- ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
   การลงทุน
	ผลิต Integrated Circuit และ LCD Module และประกอบ PCBA ประเภท 5.5 การผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

	- สรุปสาระสำคัญ สิทธิ ประโยชน์ 
   และเงื่อนไข
	· ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 7 ปีนับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุดในวันที่ 8 ธันวาคม 2555) ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
· ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
· ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 463.50 ล้านบาท
· กำลังการผลิต 

IC

623,151,400  ชิ้นต่อปี

LCD Module
24,177,600    ชิ้นต่อปี

PCBA

56,414,400    ชิ้นต่อปี

(เวลาทำงาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)

· ต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 15 ปีนับแต่วันเปิดดำเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นไม่ได้


	- วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม
	วันที่ 1 มีนาคม 2549

	- บัตรส่งเสริมการลงทุน
	เลขที่ 1386(4)/2549 ลงวันที่ 11 เมษายน 2549 

	- ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
	เลขที่ อก 0906/013806 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2550
เลขที่ อก 0906/016064 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2550

เลขที่ อก 0907/007603 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552

เลขที่ อก 0907/030676 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552

เลขที่ อก 0907/023225 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553

	- ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
   การลงทุน
	ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ PCBA, Touch Pad Module และ Optical Mouse Sensor และผลิตภัณฑ์ IC

	- สรุปสาระสำคัญ สิทธิ ประโยชน์ 
   และเงื่อนไข
	· ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 7 ปีนับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2557) ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
· ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
· ต้องมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในด้านฝึกอบรมบุคลากรไทยเทียบกับค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง (Payroll) ของทั้งคนไทยและคนต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ในระยะ 3 ปีแรก
· ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 463.50 ล้านบาท
· กำลังการผลิต 

IC


61,705,440  ชิ้นต่อปี

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
48,180,000  ชิ้นต่อปี

(เวลาทำงาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)

· ต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิดดำเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ


	- วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม
	วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

	- บัตรส่งเสริมการลงทุน
	เลขที่ 2020 (1)/2552 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 

	- ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
	เลขที่ อก 0907/014022 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553

เลขที่ อก 0907/017752 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554

	- ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
   การลงทุน
	ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ SEMICONDUCTOR และ PCBA สำหรับ HARD DISK DRIVE

	- สรุปสาระสำคัญ สิทธิ ประโยชน์ 
   และเงื่อนไข
	· ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปีนับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุดในวันที่ 6 ธันวาคม 2561) ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
· ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
· ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 736.00 ล้านบาท
· กำลังการผลิต 

SEMICONDUCTOR
3,621,560,000  ชิ้นต่อปี

PCBA  


60,000,000  ชิ้นต่อปี

(เวลาทำงาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)


	- วันที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริม
	วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

	- บัตรส่งเสริมการลงทุน
	เลขที่ 1167(1)2555  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 

	- ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
   การลงทุน
	ผลิต RFID WAFER

	- สรุปสาระสำคัญ สิทธิ ประโยชน์ 
   และเงื่อนไข
	· ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 7 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น  ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
· ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
· ทุนจดทะเบียนต้องไม่น้อยกว่า 830.42 ล้านบาท
· กำลังการผลิต 

RFID WAFER

157,680  ชิ้นต่อปี

(เวลาทำงาน 24 ชั่วโมง ต่อวัน 365 วัน ต่อปี)


นอกจากนี้ บริษัทฯได้รับสิทธิการส่งเสริมการลงทุนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 7/2552 เรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่ง บริษัทฯจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยไม่จำกัดวงเงิน
4.2 การตลาดและการจัดจำหน่าย
4.2.1 ลักษณะการให้บริการ และประเภทสินค้าที่ผลิต 
บริษัทฯผลิตและประกอบชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจำหน่ายให้บริษัทที่ผลิตสินค้าในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุปกรณ์สื่อสาร กลุ่มอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และอุตสาหกรรมเครื่องบันเทิง และอื่นๆ บริษัทฯมีรายได้และสัดส่วนการขายให้กลุ่มลูกค้าในประเทศต่างๆ ดังนี้
สัดส่วนการจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯจำแนกตามภูมิภาค
	
	ปี 2553
	ปี 2554
	ปี 2555

	
	พันบาท
	ร้อยละ
	พันบาท
	ร้อยละ
	พันบาท
	ร้อยละ

	กลุ่มตลาดในประเทศสหรัฐ
	2,152,790
	16.44
	1,489,676
	19.90
	289,449
	8.20

	กลุ่มตลาดในประเทศยุโรป
	75,936
	0.58
	47,775
	0.64
	18,605
	0.53

	กลุ่มตลาดภายในประเทศ (เพื่อส่งออก)
	10,862,898
	82.98
	5,948,841
	79.46
	3,220,294
	91.27

	รายได้จากการขายรวม
	13,091,624
	100.00
	7,486,292
	100.00
	3,528,348
	100.00


บริษัทฯได้ทำการตลาดในการติดต่อลูกค้าและรับจ้างผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การทำการตลาดโดยตรงจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯทางหนึ่ง และผ่านทางบริษัทร่วม พันธมิตร และตัวแทนการตลาดของบริษัทฯ 
สัดส่วนรายได้จำแนกตามช่องทางการจัดจำหน่าย

	รายได้จากการขาย
	ปี 2553
	ปี 2554
	ปี 2555

	
	พันบาท
	ร้อยละ
	พันบาท
	ร้อยละ
	พันบาท
	ร้อยละ

	ขายตรง
	12,120,892
	92.58
	6,738,043
	90.01
	3,208,502
	90.94

	Stars USA
	795,637
	6.08
	613,092
	8.19
	281,611
	7.98

	Smart Electronics
	155,510
	1.19
	116,911
	1.56
	20,510
	0.58

	SIIX Corporation
	19,585
	0.15
	18,246
	0.24
	17,707
	0.50

	SmarTrek
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม
	13,091,624
	100.00
	7,486,292
	100.00
	3,528,348
	100.00


ตัวแทนการตลาดของบริษัทฯมี 4 ราย ได้แก่

· Stars Microelectronics USA, Inc. เป็นบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานอยู่ที่ ซิลิกอนวัลเลย์ เมืองซานโจเซ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีมผู้บริหารมีความรู้ความชำนาญในการจัดจำหน่ายและร่วมพัฒนาสินค้ากับลูกค้า รวมถึงการให้บริการ การรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯโดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 59 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 
· Smart Electronics เป็นบริษัทสัญชาติเยอรมัน ปัจจุบันเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายให้กับ  บริษัทฯในประเทศแถบยุโรป ผู้บริหารของบริษัทมีความชำนาญและประสบการณ์ในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศแถบยุโรปมากกว่าสิบปี 
· Japan Unit เป็นหน่วยงานในบริษัทฯเพื่อทำการตลาดในประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบันมีผู้บริหารเป็นชาวญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์และความชำนาญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
· Smar Trek เป็นบริษัทสัญชาติไต้หวัน มีสำนักงานอยู่ที่ซินจู ประเทศไต้หวัน ซึ่งถือเป็นย่านศูนย์กลางอุตสาหกรรมไฮเทค เป็นบริษัทฯที่มีความแข็งแกร่งด้านสายสัมพันธ์กับบริษัทไฮเทคขนาดใหญ่จำนวนมากของไต้หวัน และมีประสบการณ์ด้านการรับจ้างผลิตขั้นสูงในธุรกิจ IC
4.2.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ

กำลังการผลิต
ในปัจจุบัน บริษัทฯมีโรงงาน 2 แห่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (เขตส่งออก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่ 17 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 25,500 ตารางเมตร และดำเนินการผลิต 3 กะต่อวัน กะละ 8 ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
· [image: image23.jpg]


โรงงานแห่งที่ 1  สร้างเสร็จเมื่อปี 2540 บนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 3,500 ตารางเมตร บริษัทฯได้ทำการปรับปรุงระบบต่างๆให้พร้อมและมีมาตรฐานที่จะสามารถรองรับลูกค้าระดับโลกเช่นเดียวกับโรงงานแห่งที่ 2  
· [image: image24.emf]

โรงงานแห่งที่2  ตัวอาคารสร้างเสร็จเมื่อปี 2548 และมีการดำเนินการผลิต เมื่อปี 2549 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 22,000 ตารางเมตร โดยมีกำลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 1,600 ล้านชิ้นต่อปี ให้บริการ Microelectronics Module Assembly (MMA), IC Packaging Assembly & Test และ Captive Line Assembly 
ในปี 2555 บริษัทได้เข้าทำการฟื้นฟูโรงงาน และดำเนินการสั่งซื้อเครื่องจักรเพื่อฟื้นฟูสายการผลิตให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี บริษัทสามารถฟื้นฟูกำลังการผลิตได้ดังนี้
	ผลิตภัณฑ์
	กำลังการผลิตเต็มที่ต่อปี (ล้านชิ้น) ก่อนน้ำท่วม

	การประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC)
	1,500.00

	การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (MMA)
	120.00

	รวม
	1,620.00



ขั้นตอนการทำการตลาดและการผลิต
ขั้นตอนการทำการตลาดของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้

[image: image25.png]



สำหรับขั้นตอนในการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การออกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ และการบรรจุและขนส่ง
การออกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในขั้นตอนของการออกแบบ ทีมงานวิศวกรของบริษัทฯจะร่วมกับลูกค้าในการออกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Joint Innovation) เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกัน ก็สามารถลดต้นทุน พลังงาน อันเป็นผลมาจากขั้นตอนในการผลิตและประกอบที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งนอกจากจะได้ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าแล้ว ผลจากการร่วมออกแบบและพัฒนากับลูกค้าจะเป็นพันธะสัญญาให้ลูกค้าใช้บริการต่อไปในระยะยาว โดยบริษัทฯจะให้คำแนะนำในการจัดวางแผงวงจร เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และดำเนินการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ ซึ่งจากการที่บริษัทฯมีเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการผลิตและประกอบ ทำให้การออกแบบชิ้นส่วนสามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของลูกค้า ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯร่วมกับลูกค้าออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของรุ่นผลิตภัณฑ์ สำหรับการจดสิทธิบัตรในเทคโนโลยีที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกัน (Joint Innovation) นั้น ลูกค้าจะเป็นผู้จดสิทธิบัตร และบริษัทฯจะเป็นผู้นำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในการผลิตสินค้า

การจัดหาวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีทั้งวัตถุดิบที่ลูกค้าและตัวแทนการตลาดเป็นผู้จัดหาให้ และวัตถุดิบที่บริษัทฯเป็นผู้จัดหาเอง โดยวัตถุดิบที่ลูกค้าจัดหาให้นั้น ลูกค้าจะส่งมอบวัตถุดิบตามจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิตและประกอบชิ้นส่วน ในกรณีที่บริษัทฯเป็นผู้จัดหาเอง บริษัทฯจะต้องวางแผนการจัดซื้อ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่สั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า แต่จะสั่งวัตถุดิบเมื่อได้รับคำสั่งจากลูกค้าให้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วเท่านั้น
การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อบริษัทฯได้รับวัตถุดิบตามที่ต้องการแล้ว ก็จะดำเนินการผลิตและประกอบชิ้นส่วนตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจรชนิดต่าง ๆ โดยใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีในการผลิตและประกอบที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เทคโนโลยีขั้นสูงที่เครื่องจักรของบริษัทฯใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นที่นิยมในต่างประเทศ มีความซับซ้อนและมีต้นทุนสูง ได้แก่ FCOF และ FCOG เป็นต้น โดยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการผลิตและประกอบด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีคุณภาพสูง ขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา ในปัจจุบันผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยยังไม่มีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ บริษัทฯยังใช้เทคโนโลยีในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่า เช่น PTH, SMT และ COB ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน  
ในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง อาจต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตและประกอบหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ บริษัทฯจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถใช้สำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายชนิด 
การทดสอบผลิตภัณฑ์ หลังจากการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็จะทำการตรวจสอบการทำงานของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นงานโดยผ่านระบบงานด้านการประกันคุณภาพและความเชื่อถือ (Quality and Reliability Assurance) ก่อนการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่จัดส่งให้ลูกค้านั้นถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ
การบรรจุและขนส่ง หลังจากได้ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะทำการบรรจุผลิตภัณฑ์และจัดส่งให้กับลูกค้าปลายทางต่อไป  โดยบริษัทฯจะได้รับค่าจ้างในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์จากตัวแทนการตลาดหากเป็นรายการว่าจ้างที่ผ่านตัวแทนการตลาด  ส่วนในกรณีเป็นลูกค้าทางตรงที่บริษัทฯเป็นผู้หามาเอง บริษัทฯก็จะได้รับค่าจ้างในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์จากลูกค้าโดยตรง
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เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีหลายประเภท โดยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการผลิตและประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ต่างกันจะมีต้นทุนการผลิต และคุณสมบัติแตกต่างกันโดยเฉพาะในด้านขนาด และน้ำหนัก เป็นต้น ซึ่งการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิดจะเลือกใช้เทคโนโลยีแตกต่างกันตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่นำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้นไปประกอบต่อไป โดยพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เริ่มต้นจากเทคโนโลยีการผลิตและประกอบที่ไม่ซับซ้อนมากนักและใช้แรงงานคนเป็นหลัก เช่น  เทคโนโลยีแบบ Pin Through Hole (“PTH”) โดยในปัจจุบัน เทคโนโลยีในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มที่จะซับซ้อนยิ่งขึ้น และลดการใช้แรงงานคนลง เนื่องจากความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จะนำไปประกอบในผลิตภัณฑ์ขั้นปลายมีขนาดเล็กลงมาก โดยเทคโนโลยีระดับสูงที่มีความซับซ้อน และใช้แรงงานคนน้อย ได้แก่ Flip Chip on Flexible Circuit (“FCOF”) และ Flip Chip on Glass (“FCOG”) จากการที่บริษัทฯได้ลงทุนในเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงสามารถผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายและครบวงจรประกอบกันความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบริษัทฯในการร่วมพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ในการตอบสนองความต้องการของกระบวนการผลิตใหม่ๆ ของลูกค้าชั้นนำของโลก นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯมีการให้บริการประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics Module Assembly) และประกอบและทดสอบแผงวงจรไฟฟ้ารวม (IC Packaging) อยู่ในโรงงานเดียวกัน จึงสามารถนำสายการผลิตทั้งคู่มาประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อผสมผสานกันเป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบ System in Package (SiP) ซึ่งจะรวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ Microelectronics Module Assembly อยู่ในวงจรไฟฟ้ารวม IC ตัวเดียว ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในขนาดที่เล็กลงมาก 

ทั้งนี้ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีแต่ละประเภทสามารถประยุกต์ใช้ในการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายประเภท ถึงแม้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่มาทดแทนรุ่นเก่า แต่กระบวนการผลิต เทคโนโลยี และเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการผลิตและประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถปรับเปลี่ยนให้ประกอบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ๆ ได้ โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแต่ละครั้งสามารถทำได้โดยง่าย และมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงนัก
สำหรับเทคโนโลยี FCOF และ FCOG นั้น สามารถใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนอกเหนือจาก LCD Module Assembly ซึ่งเทคโนโลยีประเภทนี้สามารถใช้กับการเชื่อมวงจรไฟฟ้าที่มีขนาดจุดเชื่อมเล็กมากและมีจำนวนจุดเชื่อมมากกว่า 100 จุดเชื่อมขึ้นไป ได้แก่ การผลิต Finger Print Sensor, Optical Mouse Sensor, โทรทัศน์ LCD, Secure Pad, Touch Screen Panel และ Intelligent Card เป็นต้น 
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เทคโนโลยีการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
	เทคโนโลยีการผลิต
และประกอบ
	รายละเอียดของเทคโนโลยี
	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

	 Pin Through Hole (PTH)
	· เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยการติดตั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board หรือ PCB) โดยการนำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์วงจรรวม (Integrated Circuit หรือ IC) ตัวต้านทาน (Resistor) ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) และไดโอด (Diode) เสียบขาลงในรูของแผ่นวงจรพิมพ์โดยตรง 
· เป็นเทคโนโลยีที่ยังคงมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดและน้ำหนัก
	· เครื่องเป่าผม 
· เครื่องฟอกอากาศ 



	Surface Mounted Technology (SMT)
	· เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยการติดตั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Surface-Mounted Device หรือ SMD) ลงบนพื้นผิวของแผ่นวงจรพิมพ์ เช่น อุปกรณ์วงจรรวม ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และไดโอด SMD มีข้อได้เปรียบในด้านของขนาด น้ำหนัก ต้นทุนในการผลิต และความทนทาน เมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นส่วนแบบมีขาเสียบที่ใช้กันอยู่เดิม จึงส่งผลให้เทคโนโลยีการผลิตแบบ SMT เป็นที่แพร่หลายในวงการอุตสาหกรรม และชิ้นส่วนแบบ SMD ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีขนาดที่เล็กลงและสามารถช่วยลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์
	· ชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่
· ชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรศัพท์
· ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/notebook 

· Remote Control Unit

	Chip on Board (COB)
	· เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการติดตั้งวงจรรวม (Bare IC) โดยตรงลงบนแผ่นฐาน (Substrate) ชนิดแผ่นวงจรพิมพ์ หรือ แผ่นเซรามิค (Ceramic) และใช้ลวดอลูมิเนียมในการเชื่อมวงจร (Wire bonding) 

· เป็นเทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการติดตั้งวงจรรวมซึ่งผ่านการประกอบแล้ว (Integrated Circuit หรือ IC) จึงทำให้สามารถลดต้นทุนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงได้
	· ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์notebook

· ชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรศัพท์
· ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบพกพา
· บัตรสมาร์ทการ์ด
· บัตรแสดงตัวตน (RFID CARD)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	เทคโนโลยีการผลิต
และประกอบ
	รายละเอียดของเทคโนโลยี
	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

	Chip on Flexible Circuit (COF)
	· เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการติดตั้งวงจรรวมโดยตรงลงบนแผ่นฐานชนิดอ่อนตัว (Flexible substrate) และใช้ลวดอลูมิเนียมในการเชื่อมวงจรเช่นเดียวกับเทคโนโลยี COB
	· ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์notebook

· ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์แบบพกพา

	Flip Chip on Flexible Circuit (FCOF)
	· เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการติดตั้งวงจรรวมโดยตรงลงบนแผ่นฐานชนิดอ่อนตัว โดยจะมีความแตกต่างกับเทคโนโลยีแบบ COF ที่การติดตั้งอุปกรณ์วงจรรวม (Integrated Circuit หรือ IC) ซึ่งจะเป็นแบบวางหงายลงบนแผ่นฐานชนิดอ่อนตัวแทนการวางคว่ำแบบ FCOF

· เทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงเช่นเดียวกับเทคโนโลยีแบบ FCOG เนื่องจากในการวางอุปกรณ์วงจรรวมคว่ำลงบนแผ่นฐานโดยตรงจะทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีขนาดเล็กลง เนื่องจากต้องมีการเชื่อมวงจรด้วย Anisotropic Conductive Film หรือ Gold to Gold
	· ชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่
· ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์แบบพกพา
· ชิ้นส่วนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
· ชุดจอแสดงผลบนบัตรสมาร์ทการ์ด

	Flip Chip on Glass (FCOG)
	· เป็นการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการติดตั้งวงจรรวมโดยตรงลงบนแผ่นฐานชนิดแก้ว (Glass) และเชื่อมวงจรด้วย Anisotropic Conductive Film หรือวิธี Gold to Gold 

· เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเทคโนโลยี การออกแบบ ราคา และ ความทนทาน ซึ่งทำให้สามารถออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเร็วที่สูงขึ้น ขนาดเล็กลง น้ำหนักลดลง ต้นทุนการผลิตลดลง และลดขั้นตอนในการผลิต
	· อุปกรณ์ประเภทพกพา (portable/mobile Application)

· ชิ้นส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่
· เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanning)

· อุปกรณ์เครื่องวัดต่าง ๆ


4.2.3 การจัดหาและแหล่งที่มาของวัตถุดิบหลัก
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ วัตถุดิบหลัก และวัตถุดิบอื่น ๆ โดยวัตถุดิบหลักจะนำไปใช้ในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนวัตถุดิบอื่น ๆ คือวัสดุที่ใช้ในการสนับสนุนการผลิต เช่น น้ำยาทำความสะอาด และเทปกาว เป็นต้น
การจัดหาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯมี 2 วิธี คือ วัตถุดิบที่ลูกค้าหรือตัวแทนการตลาดเป็นผู้จัดหาให้ (Consignment) และวัตถุดิบที่บริษัทฯจัดหาเอง (Turnkey) โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตและประกอบในปัจจุบันเป็นวัตถุดิบที่บริษัทฯจัดหาเอง (Turnkey) สำหรับวัตถุดิบที่ลูกค้าหรือตัวแทนการตลาดเป็นผู้จัดหาให้ (Consignment) ลูกค้าหรือตัวแทนการตลาดจะส่งมอบวัตถุดิบตามจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิตและประกอบชิ้นส่วน ในส่วนของวัตถุดิบที่บริษัทฯเป็นผู้จัดหาเอง (Turnkey) นั้น ส่วนมากลูกค้าจะเป็นผู้คัดเลือกว่าให้สั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใด ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 – 95 ของมูลค่าวัตถุดิบที่บริษัทฯเป็นผู้จัดหาเอง (Turnkey) ทั้งหมด โดยวัตถุดิบที่เหลือประมาณร้อยละ 5 – 10 ของมูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด เป็นวัตถุดิบอื่น ๆ บริษัทฯจะเป็นผู้จัดหาเอง อย่างไรก็ตาม โดยปกติบริษัทฯจะไม่มีการสั่งวัตถุดิบล่วงหน้า แต่จะสั่งซื้อวัตถุดิบเมื่อได้รับคำสั่งจากลูกค้าให้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วเท่านั้น
ลูกค้าที่เป็นบริษัทผลิต Hard Disk ซึ่งมีการจัดหาวัตถุดิบลักษณะ Turn Key บริษัทฯจะต้องบันทึกต้นทุนวัตถุดิบ โดยมูลค่าวัตถุดิบในส่วนนี้มีมูลค่าที่มากโดยคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 96 ของราคาขาย สำหรับแหล่งวัตถุดิบ บริษัทผลิต Hard Disk รายดังกล่าว จะเป็นผู้กำหนดให้บริษัทฯซื้อวัตถุดิบเหล่านี้จากตัวเอง และแหล่งที่ลูกค้ากำหนดตาม AVL (Approved Vendor List)  ซึ่งบริษัทฯบันทึกต้นทุนวัตถุดิบของลูกค้ารายนี้ทั้งหมดเป็นการสั่งซื้อภายในประเทศ อันเป็นผลให้มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยรวมมาจากภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ สำหรับวัตถุดิบที่มีการจัดซื้อจาก บริษัทผลิต Hard Disk รายนั้นโดยตรง คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้มีความสี่ยงจากการผึ่งพิงแหล่งที่มาของวัตถุดิบจาก บริษัทผลิต Hard Disk รายดังกล่าว เนื่องจากว่าการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก บริษัทผลิต Hard Disk รายนั้นจะสัมพันธ์กับยอดการสั่งซื้อและบริษัทฯจะไม่มีการสั่งวัตถุดิบล่วงหน้า    
อย่างไรก็ดี วัตถุดิบหลายชนิดจำเป็นต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบเหล่านี้ต้องใช้เทคโนโลยีสูงในการผลิต ซึ่งยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ  โดยส่วนใหญ่บริษัทฯสั่งจากประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฮ่องกง จีน เกาหลีและไต้หวัน เพื่อนำมาประกอบเป็นแผงวงจรไฟฟ้า  วัตถุดิบส่วนใหญ่จะซื้อตามคุณสมบัติที่ลูกค้ากำหนด และบริษัทฯต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่สั่งซื้อโดยการสุ่มตัวอย่างตามอัตราส่วนของวัตถุดิบแต่ละประเภทและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแต่ละราย
รายละเอียดของวัตถุดิบหลักและแหล่งที่มาของวัตถุดิบหลัก สำหรับการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้
วัตถุดิบหลักและแหล่งที่มา
	วัตถุดิบ
	คำอธิบาย
	แหล่งที่มา

	PCB (Printed Circuit Board) และ FPC (Flexible Printed Circuit)
	แผงวงจรไฟฟ้าชนิดแข็ง (PCB) และ ชนิดอ่อนตัวได้ (FPC) ใช้เชื่อมต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวเก็บประจุ  ตัวต้านทาน ฯลฯ เข้ากับวงจรรวม เพื่อสนับสนุนการทำงาน
	ไทย จีน สิงคโปร์

	IC
	วงจรรวม (Integrated Circuit) ใช้ควบคุมการทำงาน/สั่งการ
	ไทย จีน สิงคโปร์ เกาหลี

	Electronic Component
	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวเก็บประจุ ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และ อื่น ๆ  ใช้สนับสนุนการทำงานของวงจรไฟฟ้ารวมเพื่อสั่งการหรือแสดงผล 
	ไทย จีน สิงคโปร์ เกาหลี

	Lead Frame
	เป็นส่วนที่ใช้เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างใน Die กับแผงวงจรไฟฟ้ารวม  ซึ่งจะทำจากทองแดงเคลือบผิวโดยโลหะนำไฟฟ้าแต่สึกกร่อนยาก
	ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์

	ลวดเชื่อมวงจร (ทอง ,อลูมิเนียม และอื่นๆ)
	ลวดทอง, อลูมิเนียม, โลหะชนิดต่าง ที่ใช้เชื่อมวงจรไฟฟ้าระหว่าง Die, Lead Frame, Electronic component, PCB/FPC
	ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์

	ACF (Anisotropic Conductive Film)
	กาวชนิดพิเศษใช้เป็นตัวกลางในการติด/เชื่อมต่อ ส่วนต่าง ๆ ในขั้นตอนการประกอบ
	ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 

	Assembly parts
	วัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป
	ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวัน

	Silicone และ Coating Material
	น้ำยา ซิลิโคน หรือน้ำยา/เม็ดอิพ็อกซีใช้เคลือบปิดวงจรไฟฟ้าที่เชื่อมต่อสำเร็จเพื่อป้องการความเสียหายต่อบริเวณที่เชื่อมวงจรและป้องกันความชื้นในอากาศ
	ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์

	Packing Material
	บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุสินค้าสำเร็จรูปตามที่ลูกค้าหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด
	ไทย มาเลเซีย

	LCD
	จอแสดงผลแบบผลึกเหลว (Liquid Crystal)ขาว/ดำและสี
	ญี่ปุ่น จีน  เกาหลี ไต้หวัน

	Touch Pad / Screen
	ใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยวิธีสัมผัสหน้าจอ
	ญี่ปุ่น จีน  เกาหลี ไต้หวัน



นโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบ

บริษัทฯใช้นโยบายในการสั่งซื้อวัตถุดิบแต่ละชนิดอย่างน้อย 2 ถึง 3 ราย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบราคาจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบแต่ละราย  สร้างการแข่งขันระหว่างผู้จำหน่าย และได้ราคาวัตถุดิบและคุณภาพที่ดีที่สุด โดยจะมีการพิจารณาเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบแต่ละรายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะคุณภาพสินค้าและความสามารถในการจัดส่งวัตถุดิบได้ตรงต่อเวลา สำหรับแหล่งในการสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัทฯจะพยายามจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศเป็นอันดับแรก ซึ่งจะสะดวกในการติดต่อและสามารถจัดการเรื่องเวลาในการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ตาม วัตถุดิบหลายชนิดจำเป็นต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบเหล่านี้ต้องใช้เทคโนโลยีสูงในการผลิต ซึ่งยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ  
บริษัทฯมีนโยบายที่จะผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ โรงงาน และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพของพนักงานแล้ว ในเชิงธุรกิจ บริษัทฯยังสามารถจำหน่ายสินค้าเข้าไปยังประเทศคู่ค้าที่ในปัจจุบัน ได้มีการรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากมาตรฐานคุณภาพสินค้า และมาตรฐานด้านความปลอดภัย และเริ่มหันมาให้ความสนใจและจริงจังต่อปัญหาผลกระทบของสินค้าต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ความเข้มงวดในด้านการใช้วัตถุดิบและการใช้สารที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้าก็มีแนวโน้มที่จะเข้มงวดขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับแนวโน้มในการบริโภคสินค้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดเสรีทุกภูมิภาค บริษัทฯจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น "ผลิตภัณฑ์สะอาด" (Green Product) และมีความเข้มงวดในการสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้สารอื่นทดแทนวัตถุดิบที่ผลิตจากสารที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศคู่ค้า เช่น RoHS (The Restriction of the use of certain Hazardous Substance in electrical and electronic equipment การจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) และ  WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment ระเบียบ “เศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)  ซึ่งบังคับใช้ในสหภาพยุโรป  เป็นต้น ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวได้เริ่มมีการมีการนำ ไปประยุกต์และบังคับใช้อย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ประเทศเช่นเดียวกัน
4.3 ภาวะการแข่งขันและอุตสาหกรรม
4.3.1 การแข่งขัน

สำหรับในประเทศไทยผู้ประกอบการหลักๆ ในประเทศ มีดังนี้ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  คู่แข่งบริษัทต่างประเทศได้แก่ผู้ประกอบการในประเทศจีน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไต้หวัน เกาหลี เช่นบริษัท MMT Electronics (HK) Co., Ltd., และ Vigilant Electronics Co., Ltd. เป็นต้น
อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทฯได้มุ่งเน้นในการใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต โดยมีเป้าหมายที่จะเน้นการจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์หลายประเภท ดังนั้นจึงทำให้คู่แข่งของบริษัทฯจัดอยู่ในเฉพาะบริษัทที่สามารถผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีที่สูงและมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมเป็นหลักอย่างไรก็ตามบริษัทฯมีโครงสร้างธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีอัตราการทำกำไรที่ต่างกัน ซึ่งทำให้บริษัทฯสามารถหาลูกค้าได้หลากหลาย ซึ่งอาจไม่ได้แข่งขันกับบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งโดยตรง
4.3.2 แนวโน้มอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการร HDD จะประสบกับสถานการณ์การรุกตลาดของ tablet, smartphone และ solid state drive (SSD) ซึ่งจะทำให้แนวโน้มยอดขายของ HDD ตลาดโลกลดลงประมาณ 12% ในปี 2556 ตามการคาดการณ์ของ HIS iSuppli Storage Space market brief โดยที่ระดับยอดขายในปี 2556 จะอยู่ที่ประมาณ 32.7 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งลดลง 11.8% จากปี 2555 และระดับยอดขายในปี 2557 ก็จะอยู่ในระดับเดียวกับปี 2556 
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สำหรับผลิตภัณฑ์ IC Packaging ความต้องการในตลาดโลกยังคงขยายตัวจากปี 2555 ซึ่งจะเป็น IC ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และที่จะขยายตัวมากที่สุดก็จะเป็นใน IC ในกลุ่ม Tablet และ smartphone
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4.3.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯได้รับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งตามใบอนุญาตดังกล่าวกำหนดให้บริษัทฯมีหน้าที่ที่จะต้องมีและใช้ระบบขจัดกลิ่น ฝุ่นละออง หรือวัตถุมีพิษที่ประสิทธิภาพ  และต้องดำเนินการกำจัดกากอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง  และต้องมีระบบน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐานของ กนอ. 

กระบวนการผลิตและประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯอาจก่อให้เกิดของเสียและน้ำเสียซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้มีการตรวจวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกปีโดยว่าจ้างให้บริษัทพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง  ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงานและระดับเสียง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ซึ่งผลจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯมีการควบคุมของเสียต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2544 บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) นอกจากนี้ยังได้ผ่านมาตรฐาน WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) และ RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น  ทั้งนี้ บริษัทฯไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดด้านสิ่งแวดล้อม และไม่เคยได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการจัดการด้านขยะ การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นอย่างดี โดยในส่วนของของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจะจัดส่งให้แก่ผู้ประกอบกิจการเฉพาะด้านการปรับปรุงคุณภาพของเสียเพื่อดำเนินการรวม คัดแยก และฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว รวมถึงบำบัดคุณภาพของเสียให้มีคุณลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนการบำบัดน้ำเสียนั้น บริษัทใช้บริการระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  
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